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Sposób wytwarzania szkła piankowego

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania szkła
piankowego.
Znane są sposoby wytwarzania szkła piankowego

przy których regulowanie procesu spieniania do¬
konywane jest w zasadzie tylko pod względem
termicznym i pod względem rodzajów składników
środka pieniącego.

Znany powszechnie sposcb wytwarzania szkła
piankowego polega na tym, że proszek szklany,
zawierający określoną ilość trójtlenku siarki, mie¬
sza się z rozdrobnioną sadzą aktywną i otrzymaną
mieszaninę następnie ogrzewa się.
Na skutek reakcji, zachodzącej między trójtlen¬

kiem siarki i sadzą aktywną, powstają gazy, które
przyczyniają się do wytworzenia komórkowej bu¬
dowy szkła doprowadzonego przez ogrzanie do sta¬
nu lepkości. W gazie zawartym w komórkach szkła
piankowego znajduje się również siarkowodór. Na
ogół uważa się, że obecność siarkowodoru jest fak¬
tem drugorzędnym i mało ważnym i przyjmuje się,
że zawartość jego jest mała, gdyż wynosi na ob¬
jętość od 0,5 do 1,5%.

Znane sposoby wytwarzania szkła piankowego
stanowią skomplikowany proces, w którym obję¬
tość piany i prędkość jej wytwarzania jest zależna
od składu mieszaniny wyjściowej i przewodnictwa
cieplnego.
Wynalazek dotyczy ulepszenia sposobu wytwa¬

rzania" szkła piankowego i ma na celu osiągnięcie
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większej wydajności szkła piankowego oraz przy¬
spieszenia produkcji co nie jest możliwe przy zna¬
nych sposobach.

Wynalazek ma więc na celu zwiększenie wyko¬
rzystania czasu przy wytwarzaniu szkła piankowe¬
go a mianowicie przez jednoczesne zwiększenie
wydajności piany oraz zwiększenia prędkości wy¬
twarzania piany, bez potrzeby stosowania tempe¬
ratur wyższych od zwykłych temperatur.

Lepsze wykorzystanie czasu przy wytwarzaniu
szkła piankowego uzyskano nieoczekiwanie przy
sposobie według wynalazku stosując spiekanie pie¬
niących się zestawów szkieł, zawierających trój¬
tlenek siarki oraz węgiel aktywny, w czystej atmo¬
sferze pary wodnej lub też w takiej, w której ciś¬
nienie cząstkowe pary wynosi powyżej 200 Tr,
a następnie poddając te zestawy w znany sposób
spienianiu.
Rozwiązanie tego zagadnienia oparte jest na ga-

zochromatograficznych pomiarach, wykazujących
nowe zjawiska, mianowicie że ilość siarkowodoru
w komórkach szkła piankowego jest znacznie wyż¬
sza aniżeli przyjmowano dotychczas i średnio wy¬
nosi 11% objętości. Wobec tego siarkowodór po¬
wstający przy reakcji nie stanowi bynajmniej pro¬
duktu ubocznego, lecz należy go traktować jako
produkt główny. Powstaje on w łańcuchu reakcji,
z wody zawartej w szkle i z siarki zawartej w SOs.
Proces spieniania ustaje, gdy zawartość wodoru
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w zestawie jest wyczerpana mimo, że pozostają
jeszcze zdolne do reakcji części trójtlenku siarki
i węgla.
Wiadomo, że każda mieszanina wyjściowa wyka¬

zuje określoną zawartość wody, która pochodzi
częściowo z procesu topienia szkła surowego
a częściowo z otaczającej atmosfery.
Za pomocą pomiarów można jeszcze stwierdzić,

że większa część zawartości wody, pieniącej mie¬
szaniny wyjściowej, jest oddawana podczas spie¬
kania do otaczającej atmosfery, jeżeli to oddawa¬
nie nie będzie powstrzymane sposobem według
wynalazku.
Istotna cecha sposobu według wynalazku polega

na tym, że spiekanie odbywa się w atmosferze pie¬
ca, w której ciśnienie cząstkowe pary wodnej jest
znacznie wyższe aniżeli w gazach spalinowych pa¬
lenisk przemysłowych, a przynajmniej utrzymuje
się na takim poziomie, że cząsteczki wody, przy¬
legające do powierzchni szkła, swym ciśnieniem
pary utrzymują równowagę panującą w atmosfe¬
rze pieca. Bez tego zabiegu pieniący się zestaw
wydziela stale parę wodną, która zostaje w ten
sposób stracona dla reakcji.
Gdy według wynalazku spiekanie odbywa się

w atmosferze pary wodnej o ciśnieniu cząstkowym
od 200 do 760 Tr wówczas następuje znaczne skró¬
cenie czasu potrzebnego do wytwarzania piany przy
jednoczesnym zwiększeniu ilości piany otrzymanej
w tym czasie, w porównaniu z procesem, w którym
spiekanie w znany dotychczas sposób odbywa się
w normalnej atmosferze spalin.
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Do wykonania sposobu według wynalazku mo¬
gą być użyte dowolne urządzenia. Można na przy¬
kład proces spiekania przeprowadzać w tej częś¬
ci pieca, która jest traktowana jako komora mu¬
flowa i w której podczas procesu spiekania nastę¬
puje wytwarzanie pary wodnej aż do osiągnięcia
gazoszczelnej glazury osłaniającej spiekany ma¬
teriał. Równocześnie można wprowadzać parę wod¬
ną do paleniska ogrzewanego elektrycznie.
Wreszcie można do otwartej komory palenisko¬

wej, ogrzewanej paliwem płynnym lub gazowym,
wprowadzać parę wodną w takich ilościach, żeby
ciśnienie cząstkowe pary wodnej było wyższe ani¬
żeli ciśnienie gazów spalinowych, na przykład po¬
nad 200 Tr.

Jako najbardziej korzystne urządzenie do wy¬
konywania procesów spiekania można wymienić
piec komorowy, do paleniska którego wprowadza
się parę wodną i w którym przez utrzymanie tem¬
peratury uzyskuje się szkliste gazoszczelne spie¬
kanie się masy, po czym w zwykły sposób tempe¬
raturę podwyższa się do 800—900°C, a spiekany
materiał doprowadza się do spieniania.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania szkła piankowego, znamien¬
ny tym, że pianotwórczą mieszaninę szkła, zawie¬
rającą trójtlenek siarki i aktywny węgiel, spie¬
ka się w czystej atmosferze pary wodnej albo
w atmosferze, w której ciśnienie cząstkowe pary
wodnej wynosi powyżej 200 Tr, po czym miesza¬
ninę tę poddaje się spienianiu w znany sposób.
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